
半导体公司“ESG账本” ： 披露率超六成 三类议题受关注

本报记者 郑萃颖

近日，伴随着新一代大语言模型DeepSeek-V3.1的发布，市场对半导体行业

的关注度进一步提升。 可持续发展关乎半导体行业长期竞争力，中国证券报记者

梳理了50家中证半导体行业精选成分股的ESG信息披露情况发现，ESG相关报

告（包括可持续发展报告、社会责任报告）披露率达66%；市值排名靠前公司ESG

评级表现更优。 对芯片设计与设备制造环节而言，科技创新与知识产权保护、数

据安全与隐私保护、员工培养与成长等公司治理类和社会类议题尤为重要。

头部公司ESG评级更优

据统计，在50家半导体行业公司中，33家披露了2024年度ESG相关报告。 根

据ESG评级机构商道融绿的评级结果，市值排名靠前公司ESG评级表现更优。 市

值排名前10位的公司中有9家ESG评级在B+及以上，其中6家为A-，仅瑞芯微评

级为C+。

芯片设计公司的ESG评级以B类为主，A类评级公司数量占比17%。“芯片设

计公司的ESG风险整体较低， 但ESG信息披露完整性与质量仍有较大提升空

间。 ”商道纵横合伙人曹原分析称。 在半导体设备制造企业中，中微公司、拓荆科

技、华海清科具有A-评级。在芯片制造公司中，中芯国际、晶合集成拥有A-评级。

在芯片封测公司中，长电科技具有A-评级。

曹原认为，半导体行业公司人力资本密度和研发强度高，良好的公司治理对

其长期发展至关重要。

在治理结构设置方面， 中芯国际搭建了以董事会为最高决策机构的四级可

持续发展治理体系。 董事会下设ESG指导委员会，由董事长担任主席，负责领导

ESG委员会，制定公司ESG策略、目标以及发展方向。 寒武纪在2024年度ESG报

告中披露了“董事会-ESG工作组-各部门员工”三层治理架构，董事会负责指导

与监督，ESG工作组负责制定ESG提升方案并实施。 此外，不少公司披露了ESG

管理委员会设置情况。

对芯片设计与设备制造环节而言，科技创新与知识产权保护、数据安全与隐

私保护、员工培养与成长等公司治理类和社会类议题尤为重要。

研发投入方面，2024年寒武纪研发投入10.72亿元，占营收比重为91%，在50

家公司中，其研发投入占比最高。 华大九天研发投入占比71%，景嘉微研发投入

占比60%，海光信息、炬芯科技、复旦微电研发投入占比超30%。 在新增专利授权

数量方面，2024年，寒武纪为314项，海光信息为191项，兆易创新为101项，澜起

科技为20项。

据商道融绿统计，芯片设计与设备制造企业普遍配备高比例研发人员，研发

投入强度高，具有典型科技企业特征。 多数公司建立了内部知识产权制度和管理

体系，与行业协会等机构联系紧密以规避侵权风险。

数据安全与隐私保护议题方面，寒武纪披露，公司从“人、技术、操作” 三个

维度构建信息安全保障体系，为内部信息安全管理提供制度保障。 记者发现，部

分公司虽然在报告中描述了数据安全与隐私保护的管理制度， 但未披露信息安

全管理体系认证情况。“芯片设计与设备制造类公司的信息安全管理体系认证覆

盖率仍有较大提升空间。 ”曹原说。

员工培养与成长议题方面， 北方华创搭建了覆盖全员的分层级精益培训体

系，针对生产、管理各层级定义差异化阶梯式培养路径，2024年开展20余场精益

工具专项培训，150余人次参加培训。 韦尔股份则围绕人才的领导力、专业力和通

用力三大核心能力升级培训体系，开发丰富多样的培训项目。

碳排放、水资源管理披露是重点

中国银河证券ESG首席分析师马宗明对记者表示， 半导体行业属于能源和

资源密集型、高耗能行业，碳排放问题突出。 在制造过程中，相关公司会使用全氟

化合物（PFCs），其温升潜力远超二氧化碳，行业减排压力较大。

“据测算，2021年生产的半导体器件在整个生命周期内的温室气体排放总量

将达到5亿吨二氧化碳当量。 其中，15%来自上游的原材料提取、 设备制造等环

节，20%来自制造过程，65%来自下游排放， 也就是终端产品的加工、 使用和处

置。 ”曹原介绍，上游和下游排放均为范围三排放。

披露ESG报告的半导体公司普遍披露了运营层面（范围一、范围二）的温室

气体排放数据，但供应链排放（范围三）数据披露较少，且披露范围三的企业存

在该类信息披露不完整的问题。

以记者梳理的半导体行业市值排名前10位的公司为例，其中9家披露了温室

气体排放数据。寒武纪在2024年度ESG报告中首次披露了范围二排放数据：2024

年公司及子公司办公场所合计排放1314.55吨二氧化碳当量，人均碳排放强度为

1.34吨二氧化碳当量。 海光信息也披露了范围二数据。 中微公司、澜起科技、兆易

创新均披露了范围一、范围二、范围三数据，范围三数据主要包含员工差旅和下

游运输的碳排放数据。

在减碳举措上，寒武纪主要披露通过低碳节能办公降低碳排放，海光信息提

到加大低功耗芯片设计技术应用、加强数据中心节能管理。 兆易创新通过购买国

际、国内绿证，购买绿电，实现温室气体减排量总计为2535.085吨二氧化碳当量。

中芯国际开展了老化设备更新、节能技术升级、智能化系统装载、余热回收等多

项节能减排项目，2024年约减排22503吨二氧化碳当量。

澜起科技表示，作为集成电路设计厂商，公司消耗的能源主要是电能，其中

研发过程中仿真服务器集群的能耗以及办公运营的能耗占比较高。 2024年，公司

通过更换服务器、按需调整算力分配，提升能耗效率、减少服务器闲置以降低能

耗。

此外，半导体行业的可再生能源使用、水资源管理信息披露也非常关键。 马

宗明表示，制造半导体需要大量水资源用于清洗，还需消耗大量电力用于维持无

尘、恒温、恒湿环境，这些均成为行业的风险与成本考量因素。

在可再生能源使用方面，寒武纪未披露相关数据。 中微公司表示，2024年公

司临港产业化基地屋顶光伏并网发电， 上海和南昌主要生产研发基地均通过签

署可再生电力采购协议实现了绿电供应，公司整体绿电使用比例为24%，百万元

营收温室气体排放强度同比下降约26%。中芯国际披露其2024年购买绿电61283

兆瓦时，完成年度碳交易市场碳履约。 北方华创2024年在新建基地完成4.46兆瓦

屋顶分布式光伏建设，预计年发电量500万度，持续进行能源结构优化。

水资源管理方面，寒武纪信息披露有所欠缺，主要关注办公过程中的节约用

水情况。 中芯国际持续推进节水工程项目，不断完善各厂区生产用水管理体系，

并披露耗水强度。 海光信息称，每月监控耗水量，每年度对用水情况进行分析和

总结。 通富微电制定了《节约用水管理制度》，由厂务中心负责监督实施，每月5

日前向公司各部门下达用水指标并纳入绩效指标考核。

曹原表示，半导体行业制造类公司已基本建立水资源管理体系，但多存在单

位水耗披露不足、无水资源管理目标的问题；普遍建立了固废管理制度，危废企

业多披露了排放量与合规处置方式，未来还可设定固废减量目标；大部分公司对

供应商提出可持续要求，部分公司还设立了专项制度，定期开展供应商培训，以

提升供应链环保水平。

下游市场倒逼行业转型

“半导体行业下游供应链碳排放，99%来自个人消费者、 企业等用户的使用

环节。 ”曹原表示。

马宗明认为，从下游市场看，终端产品的碳减排承诺都对供应链上游的公司

提出了明确要求。 例如，苹果、谷歌等互联网大厂已承诺实现供应链碳中和，若半

导体供应商无法减少碳足迹，可能失去订单；电动车、云计算等高速增长的新兴

市场，对芯片性能、能效、可靠性要求较高，如电动车续航与充电速度要求，数据

中心对电能利用效率的控制等，均倒逼芯片节能降耗。 半导体行业与新兴经济领

域紧密联动，这些领域对高效能芯片的需求催生了庞大的增量市场，也推动了行

业技术与商业模式创新。

而在政策法规层面，马宗明提到，欧盟碳边境调节机制（CBAM）影响出口

导向型半导体企业；气候相关财务信息披露工作组（TCFD）、国际可持续发展准

则理事会以及我国财政部出台的可持续信息披露要求等， 均推动企业完善可持

续信息披露，形成自上而下的推动力量。

“半导体行业作为数字经济核心中的核心，其可持续发展直接关系数字经济

未来走向，行业同时面临发展压力与转型动力。 随着环境挑战与资源约束逐步显

现，推动行业可持续发展变得至关重要。”马宗明说，绿色发展并非是企业的成本

项，而是企业盈利能力与商业韧性的支持项，其有助于半导体行业公司降低长期

运营成本、规避风险。

曹原表示，当前推行的零碳园区建设、绿电直连试点以及ESG高质量发展专

项政策， 均为半导体产业这类自然资本与社会资本依赖度较高的领域提供了转

型支持。 “通过推动城市、园区和企业的ESG体系建设，我国正在将城市环境、人

才培育与社会保障作为半导体技术人才吸引力的来源， 同时绿电直连与零碳园

区等创新政策，为芯片制造与封测企业提升绿电消费比例、减少碳足迹提供了制

度性支撑。 ”

50家中证半导体行业精选成分股中市值前10公司ESG信息披露情况

证券简称

总市值

（截至8月22日收盘）

ESG报告

披露

MSCI

2024年温室气体排放总量

（吨二氧化碳当量）

寒武纪-U 5200.93亿元 ESG报告 B 范围二

中芯国际 5182.71亿元 ESG报告 BB 范围一、二

海光信息 4324.66亿元 ESG报告 CCC 范围二

北方华创 2766.63亿元 ESG报告 B 范围一、二

豪威集团 1650.18亿元 ESG报告 BBB 范围一、二

中微公司 1351.22亿元 ESG报告 BBB 范围一、二、三

澜起科技 1134.96亿元 ESG报告 BB 范围一、二、三

兆易创新 1001.89亿元 ESG报告 B 范围一、二、三

瑞芯微 824.71亿元 无 CCC 未公布

紫光国微 702.47亿元 社会责任报告 CCC 范围一、二
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头部公司ESG评级更优

据统计，在50家半导体行业公司中，33家披

露了2024年度ESG相关报告。 根据ESG评级机

构商道融绿的评级结果， 市值排名靠前公司

ESG评级表现更优。 市值排名前10位的公司中

有9家ESG评级在B+及以上，其中6家为A-，仅

瑞芯微评级为C+。

芯片设计公司的ESG评级以B类为主，A类

评级公司数量占比17%。“芯片设计公司的ESG

风险整体较低， 但ESG信息披露完整性与质量

仍有较大提升空间。 ” 商道纵横合伙人曹原分

析称。 在半导体设备制造企业中，中微公司、拓

荆科技、华海清科具有A-评级。 在芯片制造公

司中，中芯国际、晶合集成拥有A-评级。在芯片

封测公司中，长电科技具有A-评级。

曹原认为， 半导体行业公司人力资本密度

和研发强度高， 良好的公司治理对其长期发展

至关重要。

在治理结构设置方面， 中芯国际搭建了以

董事会为最高决策机构的四级可持续发展治理

体系。董事会下设ESG指导委员会，由董事长担

任主席，负责领导ESG委员会，制定公司ESG策

略、目标以及发展方向。寒武纪在2024年度ESG

报告中披露了“董事会-ESG工作组-各部门员

工” 三层治理架构， 董事会负责指导与监督，

ESG工作组负责制定ESG提升方案并实施。 此

外，不少公司披露了ESG管理委员会设置情况。

对芯片设计与设备制造环节而言，科技创新

与知识产权保护、数据安全与隐私保护、员工培

养与成长等公司治理类和社会类议题尤为重要。

研发投入方面，2024年寒武纪研发投入

10.72亿元，占营收比重为91%，在50家公司中，

其研发投入占比最高。 华大九天研发投入占比

71%，景嘉微研发投入占比60%，海光信息、炬

芯科技、复旦微电研发投入占比超30%。 在新增

专利授权数量方面，2024年， 寒武纪为314项，

海光信息为191项，兆易创新为101项，澜起科

技为20项。

据商道融绿统计， 芯片设计与设备制造企

业普遍配备高比例研发人员，研发投入强度高，

具有典型科技企业特征。 多数公司建立了内部

知识产权制度和管理体系， 与行业协会等机构

联系紧密以规避侵权风险。

数据安全与隐私保护议题方面， 寒武纪披

露，公司从“人、技术、操作” 三个维度构建信息

安全保障体系， 为内部信息安全管理提供制度

保障。记者发现，部分公司虽然在报告中描述了

数据安全与隐私保护的管理制度， 但未披露信

息安全管理体系认证情况。 “芯片设计与设备

制造类公司的信息安全管理体系认证覆盖率仍

有较大提升空间。 ” 曹原说。

员工培养与成长议题方面， 北方华创搭建

了覆盖全员的分层级精益培训体系，针对生产、

管理各层级定义差异化阶梯式培养路径，2024

年开展20余场精益工具专项培训，150余人次

参加培训。韦尔股份则围绕人才的领导力、专业

力和通用力三大核心能力升级培训体系， 开发

丰富多样的培训项目。

碳排放、水资源管理披露是重点

中国银河证券ESG首席分析师马宗明对记

者表示，半导体行业属于能源和资源密集型、高

耗能行业，碳排放问题突出。 在制造过程中，相

关公司会使用全氟化合物（PFCs），其温升潜

力远超二氧化碳，行业减排压力较大。

“据测算，2021年生产的半导体器件在整

个生命周期内的温室气体排放总量将达到5亿

吨二氧化碳当量。 其中，15%来自上游的原材料

提取、 设备制造等环节，20%来自制造过程，

65%来自下游排放，也就是终端产品的加工、使

用和处置。 ” 曹原介绍，上游和下游排放均为范

围三排放。

披露ESG报告的半导体公司普遍披露了运

营层面（范围一、范围二）的温室气体排放数

据，但供应链排放（范围三）数据披露较少，且

披露范围三的企业存在该类信息披露不完整的

问题。

以记者梳理的半导体行业市值排名前10位

的公司为例， 其中9家披露了温室气体排放数

据。 寒武纪在2024年度ESG报告中首次披露了

范围二排放数据：2024年公司及子公司办公场

所合计排放1314.55吨二氧化碳当量，人均碳排

放强度为1.34吨二氧化碳当量。 海光信息也披

露了范围二数据。 中微公司、澜起科技、兆易创

新均披露了范围一、范围二、范围三数据，范围

三数据主要包含员工差旅和下游运输的碳排放

数据。

在减碳举措上，寒武纪主要披露通过低碳节

能办公降低碳排放，海光信息提到加大低功耗芯

片设计技术应用、加强数据中心节能管理。 兆易

创新通过购买国际、国内绿证，购买绿电，实现温

室气体减排量总计为2535.085吨二氧化碳当量。

中芯国际开展了老化设备更新、 节能技术升级、

智能化系统装载、 余热回收等多项节能减排项

目，2024年约减排22503吨二氧化碳当量。

澜起科技表示，作为集成电路设计厂商，公

司消耗的能源主要是电能， 其中研发过程中仿

真服务器集群的能耗以及办公运营的能耗占比

较高。 2024年，公司通过更换服务器、按需调整

算力分配，提升能耗效率、减少服务器闲置以降

低能耗。

此外，半导体行业的可再生能源使用、水资

源管理信息披露也非常关键。马宗明表示，制造

半导体需要大量水资源用于清洗， 还需消耗大

量电力用于维持无尘、恒温、恒湿环境，这些均

成为行业的风险与成本考量因素。

在可再生能源使用方面， 寒武纪未披露相

关数据。中微公司表示，2024年公司临港产业化

基地屋顶光伏并网发电， 上海和南昌主要生产

研发基地均通过签署可再生电力采购协议实现

了绿电供应，公司整体绿电使用比例为24%，百

万元营收温室气体排放强度同比下降约26%。

中芯国际披露其2024年购买绿电61283兆瓦

时，完成年度碳交易市场碳履约。北方华创2024

年在新建基地完成4.46兆瓦屋顶分布式光伏建

设，预计年发电量500万度，持续进行能源结构

优化。

水资源管理方面， 寒武纪信息披露有所欠

缺，主要关注办公过程中的节约用水情况。 中芯

国际持续推进节水工程项目， 不断完善各厂区

生产用水管理体系，并披露耗水强度。 海光信息

称，每月监控耗水量，每年度对用水情况进行分

析和总结。 通富微电制定了《节约用水管理制

度》，由厂务中心负责监督实施，每月5日前向公

司各部门下达用水指标并纳入绩效指标考核。

曹原表示， 半导体行业制造类公司已基本

建立水资源管理体系， 但多存在单位水耗披露

不足、无水资源管理目标的问题；普遍建立了固

废管理制度， 危废企业多披露了排放量与合规

处置方式，未来还可设定固废减量目标；大部分

公司对供应商提出可持续要求， 部分公司还设

立了专项制度，定期开展供应商培训，以提升供

应链环保水平。

下游市场倒逼行业转型

“半导体行业下游供应链碳排放，99%来自个

人消费者、企业等用户的使用环节。 ”曹原表示。

马宗明认为，从下游市场看，终端产品的碳

减排承诺都对供应链上游的公司提出了明确要

求。 例如，苹果、谷歌等互联网大厂已承诺实现

供应链碳中和， 若半导体供应商无法减少碳足

迹，可能失去订单；电动车、云计算等高速增长

的新兴市场，对芯片性能、能效、可靠性要求较

高，如电动车续航与充电速度要求，数据中心对

电能利用效率的控制等，均倒逼芯片节能降耗。

半导体行业与新兴经济领域紧密联动， 这些领

域对高效能芯片的需求催生了庞大的增量市

场，也推动了行业技术与商业模式创新。

而在政策法规层面，马宗明提到，欧盟碳边

境调节机制（CBAM）影响出口导向型半导体

企业；气候相关财务信息披露工作组（TCFD）、

国际可持续发展准则理事会以及我国财政部出

台的可持续信息披露要求等， 均推动企业完善

可持续信息披露，形成自上而下的推动力量。

“半导体行业作为数字经济核心中的核

心，其可持续发展直接关系数字经济未来走向，

行业同时面临发展压力与转型动力。 随着环境

挑战与资源约束逐步显现， 推动行业可持续发

展变得至关重要。 ”马宗明说，绿色发展并非是

企业的成本项， 而是企业盈利能力与商业韧性

的支持项， 其有助于半导体行业公司降低长期

运营成本、规避风险。

曹原表示，当前推行的零碳园区建设、绿电

直连试点以及ESG高质量发展专项政策， 均为

半导体产业这类自然资本与社会资本依赖度较

高的领域提供了转型支持。“通过推动城市、园

区和企业的ESG体系建设， 我国正在将城市环

境、 人才培育与社会保障作为半导体技术人才

吸引力的来源， 同时绿电直连与零碳园区等创

新政策， 为芯片制造与封测企业提升绿电消费

比例、减少碳足迹提供了制度性支撑。 ”

近日， 伴随着新一代大语

言模型DeepSeek-V3.1的发布，

市场对半导体行业的关注度进

一步提升。 可持续发展关乎半

导体行业长期竞争力， 中国证

券报记者梳理了50家中证半导

体行业精选成分股的ESG信息

披露情况发现，ESG相关报告

（包括可持续发展报告、社会责

任报告）披露率达66%；市值排

名靠前公司ESG评级表现更优。

对芯片设计与设备制造环节而

言，科技创新与知识产权保护、

数据安全与隐私保护、 员工培

养与成长等公司治理类和社会

类议题尤为重要。

半导体公司“ESG账本” ：

披露率超六成 三类议题受关注

● 本报记者 郑萃颖

“沉睡资产” 蝶变“活力绿洲”

中信金融资产创新“AMC+银行” 协同模式

●本报记者 程竹 吴杨

初秋的九寨沟层林叠翠，碧水如镜。毗邻核

心景区的九寨华美胜地度假区， 正焕发出前所

未有的活力：藏羌非遗博物馆2.0版落成，新投

用的萌宠乐园成为亲子出游的热门场所， 丽思

卡尔顿隐世酒店吸引着全球高端客群入住……

谁能想到，这里一年多前还深陷资产低效、财务

承压的困境？中国证券报记者日前调研了解到，

从“沉睡资产” 到“活力绿洲” 的华丽转身，正

是中国中信金融资产创新运用 “AMC+银行”

协同模式， 深度赋能央企文旅项目破局重生的

生动实践， 也是其从风险化解者向价值创造者

转型的又一例证。

在经济结构调整与产业升级的关键期，如

何通过金融创新盘活困境资产、激发经济活力，

已成为推动高质量发展的重要课题。 “我们以

九寨文旅项目为样本，打造了金融助企纾困、推

动绿色转型的典型范例， 为同类项目提供了可

复制的‘中信方案’ 。 ” 中国中信金融资产北京

分公司项目负责人说。

破局：协同模式注入转型动力

九寨华美胜地度假区项目坐拥优质自然资

源与文化底蕴， 是某央企集团布局文旅产业的

重要一环。但受多重因素制约，项目曾长期面临

资产利用率低、运营模式亟待创新等挑战，成为

集团战略升级的“痛点” 。

中信金融资产北京分公司敏锐捕捉项目潜

力，以“AMC+银行” 协同模式为核心突破口，

联动中信银行构建综合金融服务体系。

“一方面，充分发挥自身专业能力，对九寨

华美胜地度假区项目的资产状况进行了全面梳

理和深入分析，精准定位问题所在，并制定了涵

盖资产重组、债务优化、经营赋能的全周期盘活

计划；另一方面，依托集团协同优势，积极协调

银行等金融机构，整合银行资源与AMC专业能

力，为项目注入长期稳定资金流，助力项目降本

增效。 ” 上述项目负责人向记者表示。

焕新：经营与运营实现双重蜕变

自双方合作以来， 九寨华美胜地度假区项

目焕新成效明显。

经营数据层面， 据九寨华美胜地度假区项

目业绩快报， 项目2025年上半年实现营业收入

0.91亿元，同比增长24.15%。核心酒店业态已明

确今年EBITDA （息税折旧及摊销前利润）转

正目标，资产负债率较盘活前明显下降，财务结

构持续优化。

无论是藏羌非遗博物馆2.0版落地，还是萌

宠乐园、山地营地等轻资产项目投用，抑或是丽

思卡尔顿隐世等酒店积极拓展海外市场， 强化

品牌溢价， 九寨华美胜地度假区项目正通过

“文化赋能+业态创新”激活发展潜力。

正如上述项目负责人介绍的那样， 依托九

寨沟景区的自然资源禀赋，九寨华美胜地度假

区项目可与九寨沟景区差异化经营，并形成优

势互补，不断提升项目核心吸引力，实现升级

发展。

“我们协同中信咨询、 中信建投等集团内

机构， 共同为九寨华美胜地度假区项目运营进

行专家问诊，拓展发展思路。 ” 提及焕新成效，

上述项目负责人难掩喜悦之情。

拓界：为行业转型开辟新路径

项目行于此，但不止于此。九寨华美胜地度

假区项目的成功盘活， 不仅为央企集团转型注

入强劲动能， 更成为中信金融资产拓展业务边

界的关键举措。

“AMC+银行” 协同模式的核心价值在于

具有可推广性。目前，九寨华美胜地度假区项目

已成功入选国家发改委第二批典型案例， 成为

全国范围内金融支持央企转型的标杆。

“通过整合集团内金融资源， 既降低了企

业综合成本，又将资金精准导向绿色文旅领域，

目前该模式已被复制应用于同一央企集团的长

白文旅项目， 为存量资产盘活提供了标准化解

决方案。 ” 上述项目负责人说。

更大的价值在于持续夯实中信金融资产专

业壁垒。

上述项目负责人介绍，九寨、长白等项目的

成功实践，深度积累了央企大型文旅项目存量

资产盘活经验，进一步强化了中信金融资产在

绿色金融领域的专业壁垒，为其拓展更多央企

存量资产盘活业务、 提升市场份额奠定了基

础，也吸引了更多寻求转型的优质企业主动对

接合作。

目前，中信金融资产依托集团协同力量，正

联动中信银行发挥其客户资源优势， 对度假区

希尔顿度假酒店、康莱德酒店、英迪格酒店、希

尔顿花园酒店等进行重点推广，精准引流，提升

项目运营成效，为项目赋能，结合优惠权益方案

深化市场渗透，进一步提升项目品牌影响力。

九寨华美胜地度假区 公司供图


